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World Class 3D Solder Paste Inspection

SIGM

New Generation

AX

Einzigartige PARMI 3-D Lasertriangulation

«Schrag einfallender Laserstrahl scant Baugruppe ab

» Doppelte Laser vermeiden Schatteneffekt

«Erhebungen (z. B. Lotpaste) und Vertiefungen (z. B. Vias)
werden eindeutig mit Absolutwert dargestellt

» Automatische Vermessung Durchbiegung und Nullpunkt

RSC 7 Sensor

« Auflosung
*x/y: 10x10 pm, Hohe: 0.1 pm
«Inspektionsgeschwindigkeit
*SIGMA X Orange : 100 cm2/sec
* SIGMA X Blue : 60 cm2/sec

*Merkmale Sensorkopf
* Gewicht: 3.5 kg
* Keine beweglichen Teile, kalibrationsfrei

Real 3D Image

*PARMI’s Inspektion Technologie ist unerreicht in
der Vermessung unterschiedlicher Materialien, §
Oberflachen, Reflektivitaten und Farben.

«Das System erzeugt Daten, die unerreicht in der |
Genauigkeit und Detaillierung sind.

Verwodlbungsmessung ohne Zeitverlust

«Das System erkennt und korrigiert Leiterplattenver-
wolbungen bis zu 10 mm (+ 5 mm) und die z-Achse
gewabhrleistet optimale Tiefenscharfe wahrend
der Messung.

Z axis trackingin real time



LP Verwodlbungsmessung

«Vermessung der gesamten LP ergibt hochgenaue Hohen
information von LP-Oberflache und Lotpastendepot.

LP-Schrumpf/Ausdehnungsmessung

«Durch Vergleich von Abbildung (Passermarken) und Gerber
Daten werden MaBabweichungen ermittelt.

« Mit closed-loop up-/downstream wird die MaBinformation zur
Prozessoptimierung verwendet.

Dual Laser Projektion

«Dual Laser Projektion eliminiert
Schatteneffekte und ergibt akkurate
Messergebnisse.

*Wechselweise getaktete RGB-Dioden
gewahrleisten optimale Ausleuchtung
unterschiedlichster Oberflachen.

«Eine high-speed C-MOS Kamera liefert
beeindruckende Abbildungen der realen
3-D Struktur der gesamten Baugruppes

Solider Maschinenbau

«Das Stahlgussgestell, die solide und schwere Ausfiihrung
reduzieren mogliche Schwingungen.

«Lineare Glas-Encoder garantieren auch bei schwankenden
Umgebungstemperaturen zuverlassige Positionswerte und
eine hohe Wiederholgenauigkeit

Ultra-SLIM Footprint

«Erhohter Inspektionsbereich bei
reduzierten AuBenmafen

Reduzierte SensorkopfgroBe

« Vibrationsfrei

« Erhohte Verfahrgeschwindigkeiten
mit Soft-Stopp

Maschinenkonzept

*Robuste X/Y Achsen im Gussrahmen

*Bewegliche Teile in Leichtbauweise

«Maximal robust und schnell, vibrati-
onsfreie Bewegungen ergeben max.
Inspektionsergebnisse.

Zugang Schaltschrank

«Fast ausschlieBlich Zugang von Vor-
derseite.
« Ausfahrbarer PC

Neues Gehause Design

«Schlankes Gehause
«Breite Turen zum bequemen Zugang
zum Schaltschrank



SIGMAY

Hauptinspektions Programm (SPIworksPro)

*PARMI’s Hauptbedieneroberflache stellt dem User alle wesentlichen
Inspektionsergebnisse bereit und hilft, den Lotpastendruck zu optimieren
und zu stabilisieren.

» Anzeige der Inspektionsergebnisse in Farbe und Echtzeit.

«Dargestellte Informationen konnen bedienerabhangig individualisiert werden.

DefectAnalyzerPro

«Defektanalyse per Zeitintervall oder Baugruppe

«Defektanalyse nach LP-Verzug, Druckfehler, User ID, etc.
«Zeigt 3-D Bilder der Fehler mit beliebig wahlbarem Blickwinkel

Statistische Prozess Kontrolle (SPCworksPro)

*PARMI’s SPCworksPro beinhaltet vielfaltige Auswertemoglichkeiten zur detaillierten Prozessanalyse und stellt
umfangreiche statistische Auswertungen zur Verfiigung. Anzeige und Steuerung der Maschine ist lokal oder per
Remotezugriff moglich.

Auswertungen Messdaten

*Mittelwert (Xbar) Kontrollgrafik
*Absolut Abweichungen
«Standardabweichung

*Tendenz

*Prozessfahigkeit Cp, Cpk.

Auswertungen Fehlerdaten

*i.0 / n.i.0. Auswertungen

*Anzahl Defekte, Position, Typ, Haufigkeit
*Hohen-, Flachen-, Volumen-Histogramme
oLP-schrumpf und Verwolbungsdiagramme

VariablesSPC

Remote Anzeige und Steuerung (RMCworks)

«Ermoglicht die Steuerung einer oder mehrerer SPI-Maschinen von einem Fernarbeitsplatz.

Stretchand Shrink ProductionYield



Printer Doctor

PARMI’s exclusiver Printer Doctor liefert bei Fehlern unmittelbare
Unterstlitzung durch Fehlersensitive Vorschlage zur Fehler-
behebung. Kann beliebig angepasst und erweitert werden.

«Patentierte Software

«Kontinuierliche Analyse der Pastendruckergebnisse in Echtzeit
«Erkennt individuelle Fehlerbilder und erkennt, ob der Prozess stabil
ist.

«Editierbare Korrekturvorschlage fir die Maschinenbediener

« Fehlerbeschreibungen unterstiitzen den Bediener in der Analyse der
Fehlerursache.

«Intuitives User Interface

«Beliebig anpass- und erweiterbare Hinweise fiir die Bediener.

Single click access for information
including results and operator actions
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Process Status

Correct Stencil Thickness

Insufficient Paste On Stencil

Stencil Cleanliness

Printer Board Support

Printer Squeegee Condition

Printer Board Clamp Condition

Volume Control Repeatability

Printer Closed Loop Sync

Printer Closed Loop Error

PRRLLLSL LSS

Simplecheck box
shows status

Multiple process va
riables monitored

Real Time Closed Loop System

J

Upstream

\7

Downstream

Closed Loop Feedback System

Automatische Riickkopplung zur Optimierung
des Druckers durch Korrektur von X, Y,
Winkel und Reinigungszyklus

« Partners : MPM, DEK, EKRA, Samsung Techwin, PDT, ESE, SJ Inno Tech, HIT,
and others

«Partners :Panasonic
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Closed -Loop Prozess Kontrolle

Closed Loop Feed Forward System

PARMI SPI korrigiert den Bestiicker bei
erkannten Abweichungen in X, Y und Winkel
sowie n.i.O LP.




SigmaXBlue

SigmaX Orange

Performance

[Hohen Wiederholgenauigkeit

[Messverfahren Schattenfreie Dual Laser Triangulation

[Kamera 4M Pixel Bildsensor / Telezentrische Linse

Beleuchtung R.G.BLED

[Scan Speed (cm?/sec) 60 100
X-Y Auflésung (pm) 10x10

Scan Breite (mm) 32

Hohen Auflésung (um) 0,1

30 < 1 um, auf Referenzplatte

Flachen Wiederholgenauigkeit

30 < 1%, auf Referenzplatte

Volumen Wiederholgenauigkeit

30 < 1%, auf Referenzplatte

Hohen Genauigkeit

2 um, auf Referenzplatte

Fehlerinspektion Héhe, Fldche, Volumen, Offset, Briicken, Form, LP-Verzug, LP Schrumpf
LP-Verzug (mm) +5 mm (2%)

[Min. LotgroRe (pum) 100 x 100

[Max. LotgroRe (mm) 20x20

Min. Paste Pitch (um) 80

[Max. Paste Hohe (um) 1000

System MaRe Standard
LP-Ldnge (mm)

LPGroRe

Min. GroRe (mm) 50 x 50
Dicke (mm) 04-5
[Max. Gewicht (kg) 2
Randfreiheit (mm) 3.0
Freiraum oben/unten (mm) 30

480x350

[MaschinenmaRe (B x T x H, mm)

850 x 1205 x 1510

Inspektions Software

[Gewicht (kg) 670 730
System MaRe Large

LP-Lange (mm) 580x510

[MaschinenmaRBe (B x Tx H, mm) 950 x 1365 x 1510

[Gewicht (kg) 760 800
System MaRe XLarge

LP-Lénge (mm) 900x610

[MaschinenmaRe (B x T x H, mm) 1400 x 1540 x 1525

[Gewicht (kg) 930 930
System MaRe XXLarge

LP-Lange (mm) 1200x 450

[MaschinenmaRBe (B x Tx H, mm) 1720x 1350 x 1525

Gewicht (kg) 1140 1140
System MaRe Dual Lane

LP-Ldnge (mm) 430x320

[MaschinenmaRe (B x T x H, mm) 850 x 1580 x 1510

Gewicht (kg) 760 760
Transportsystem

[Conveyor Héhe (mm) 860-970

[Conveyor Geschwindigkeit (mm/sec) 300 - 1,000

[Conveyor Breitenverstellung Auto

Computer & Console

[CPU i7-7800X or above

Betriebssystem Windows 10 or above

Display 24" Monitor

Stromversorgung AC 220V, 10, 50/60 Hz, 16 A

[Druckluft 5 bar, 15 L/min, 10 mm ¢

Software

SPlworksPro

[Teaching Software

ePM (Gerber, BOM, Cad)

ISPC & Process Monitoring

SPCworks

[Remote Steuerung

RMCworks

[Defekt Analysator

AnalyzerPro

System Diagnose

SPI Manager

3 Technische Daten kénnen ohne Vorankindigung im Sinne der technischen Weiterentwicklung gedndert werden.

World Class 3D Solder Paste Inspection

PARM

Pattern Recognition &
Machine Intelligence



